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Keramik-Vielschichtkondensatoren

Dynamisches DC-Bias-Modell flir genaue
Schaltungssimulation

Erstes Tool fur die dynamische Simulation der DC-Bias-Charakteristik von MLCCs
Prézisere Simulation von Stromversorgungsschaltungen bei gemeinsamer Verwendung
mit TDK Tools fur Induktivitaten

Effizienteres Design elektronischer Schaltungen

8. Juli 2014

Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an Tools fur MLCCs erweitert. Das neue Tool erlaubt
es Entwicklern, sogar eine wechselnde DC-Bias-Beaufschlagung von MLCCs zu simulieren.
Dank des von TDK zugrunde gelegten neuen Bauelemente-Modells ist es mit dem Tool
erstmals maoglich*, sich &ndernde Kapazitatswerte dynamisch in die Simulation einflie3en zu
lassen. Bisher verfiigbare Modelle bieten nur bestimmte, feste DC-Bias-Werte und erlauben
damit keine dynamische Simulation. Das neue DC-Bias-Modell ist in den Formaten HSPICE,
LTspice und PSpice fir die gangigen Design-Software-Pakete verfligbar und kann kostenlos
im TDK Product Center unter folgendem Link heruntergeladen werden:
product.tdk.com/en/technicalsupport/tvcl/general/mlicc.html

Mit den bisherigen Tools fiir MLCCs stellte TDK bereits Modelle zur Verfigung, die das
Frequenzverhalten darstellen. Da sich die tatséchliche Kapazitat von MLCCs mit hoher
Permittivitat (Class 2) bei angelegter Gleichspannung jedoch andert, muss auch dies fir eine
genaue Simulation bertcksichtigt werden. Daher gehen in das neue, dynamische Modell von
TDK sowohl das Frequenzverhalten wie auch die dynamische DC-Bias-Charakteristik ein.
Kombiniert mit dem TDK Simulations-Tool fur Induktivitdten, das Frequenzverhalten und
Gleichstromiberlagerung bericksichtigt, wird eine deutlich verbesserte Simulation von
Stromversorgungsschaltungen erméglicht. Designer profitieren von der gesteigerten Effizienz
des Simulationsprozesses.

* Stand: Juli 2014 laut Studien von TDK

Glossar

o Bauelemente-Modell: Numerische Darstellung der elektrischen Eigenschaften eines Bauelements,
die in Simulations-Software eingebettet werden kann.

Hauptanwendungsgebiete
¢ Design-Software zur Simulation elektronischer Schaltungen
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Haupteigenschaften und -vorteile

e Genaue Schaltungssimulation, die Frequenzverhalten und DC-Bias von MLICCs beriicksichtigt

e Genauere Simulation von Stromversorgungsschaltungen in Kombination mit dem Tool zur
Simulation von TDK Induktivitaten, das Frequenzverhalten und GleichstromUberlagerung
bertcksichtigt

Uber die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein fllhrendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935
gegruindet, um Ferrite zu vermarkten, die fur die Herstellung von elektronischen und magnetischen
Produkten Schliisselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente,
Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch
Stromversorgungen und Produkte fiir magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speiche-
rung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf
anspruchsvolle Markte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie
der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfugt Giber Entwicklungs- und
Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Sidamerika. Im
Geschéftsjahr 2014 erzielte TDK einen Umsatz von 9,6 Milliarden USD und beschéftigte rund 83.000
Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehdren Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und
Induktivitaten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo-
und Schutzbauelemente sowie Sensoren.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu kénnen Sie unter
www.tdk.co.jp/tdaah01/201407081369.htm herunterladen.

Das neue DC-Bias-Modell sowie andere Tools kbnnen Sie unter
product.tdk.com/en/technicalsupport/tvcl/general/mlcc.html herunterladen.
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